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通用特性
共面度

额定电流： 安培

接触电阻： 毫欧最大 初始值） 绝缘电阻：

耐电压： 伏交流

力学特性：初始插入力： 拔出力：
耐久后拔出力：

USB 4.0 Type C 24P母座有后盖双壳双贴SMT
  cl=1.57mm,L=9.17mm 锡脚0.6

RoHS
Compliant Pb

3.PART NUMBER CODE:

CF 2    24 - 013  S  X   B  XX   R

接触镀金 ，其它

产品型态

板上型

GOLDCONN TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED



1.30

3.
43

1.30 6.85

6.65
5.50

MOUTING CONDITION(REF.)

MATED CONDITION(REF.)

8.64

7.80min
7.20±0.30

8.64

12.84

2X
2.

00
±0

.0
5

2X
2.

60

2X
1.

80
±0

.0
5

2X
2.

40

2X0.80±0.05

2X1.40

2X0.85±0.05

2X1.45
2X

1.
90

±0
.0

5

2X
2.

50 0.72

0.975
0.25

A1 A12
B1B12

12
X

0.
90

±0
.0

5

12
X

0.
80

±0
.0

5 12X0.27±0.05

2X0.70±0.05
2X1.30

2.
00

3.
15

3.
05

4.
85

1.
50

Recommended PCB Layout(Top View)/推荐的PCB布局(前视图)
  General Tolerances:±0.05/一般公差:±0.05

0.05 Y X

0.05 Y X

0.05 Y X

0.
05

Y
X

0.
05

Y
X

0.
05

Y
X

Ø0.67±0.03

0.85±0.03 0.67±0.03

5.50

0.05 Y X

0.05 Y X0.05 Y X

0.
06

5

RoHS
Compliant Pb

USB 4.0 Type C 24P母座有后盖双壳双贴SMT
  cl=1.57mm,L=9.17mm 锡脚0.6

GOLDCONN TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED



5
4

03

00

05

12
11
10

8
9

6

3

7

04

21

01 02

CUSTOMER UNWINDING DIRECTION

PACK DIRECTION

Ø
38

0

1000PCS/REEL

20PCS EMPTY
20PCS EMPTY 1000PCS PRODUCTS

PACKING: 1. 1000 PCS/REEL.
2. 10  REEL/Carton

Ø13

BEGINING PORTION 400mm MIN

21
.3

0

16.00±0.10 4.00±0.10

Ø1.50
+0.10

-0.00

24
.0

0+0
.3

0
-0

.1
0

1.
75

±0
.1

0
11

.5
0±

0.
10

5.70

T=0.40

16
.9

6

9.65
12.504.

90

RoHS
Compliant Pb

USB 4.0 Type C 24P母座有后盖双壳双贴SMT
  cl=1.57mm,L=9.17mm 锡脚0.6

GOLDCONN TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED


